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ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ薄膜への金属細線の形成、ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ樹脂への金
属の膜形成、ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ材料への各種金属膜の形成、銅薄
膜を用いた無電解ﾒｯｷ、電気銅ﾒｯｷによる増厚、次世代ｴ
ﾚｸﾄﾛﾆｸｽﾃﾞﾊﾞｲｽへの適用、抵抗損失、誘導損失の低減、
強固な接着強度が要求される金属膜形成

ポリイミド樹脂に強固な金属箔膜の形成が
できる

化学的表面処理によるﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ樹脂のﾀﾞｲﾚｸﾄ・ﾒﾀ
ﾗｲｾﾞｰｼｮﾝ

●特徴
従来は、金属箔の樹脂による接着、表面ｴｯﾁﾝｸﾞによ
るｱﾝｶｰ効果の増大による密着性の確保が行われてい
たが、表面ﾗﾌﾈｽの増大による信号遅延などの特性低
下などの課題があった。それに対して新しく開発し
たﾌﾟﾛｾｽは、表面平坦度が高く、接合強度が高く、従
来ﾌﾟﾛｾｽの欠点を克服できる。

●研究内容
樹脂の導電化処理技術として、ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ樹脂の表面改
質（ｱﾙｶﾘ加水分解によるｶﾙﾎﾞｷｼﾙ基の形成）、ｲｵﾝ交
換反応による金属ｲｵﾝの吸着、吸着金属ｲｵﾝの還元ﾌﾟﾛ
ｾｽにより樹脂表面に金属薄膜を形成するﾌﾟﾛｾｽを開発
した

ﾎﾟﾘｲﾐﾄﾞ樹脂基板、銅細線の形成、銅細線、湿式ﾌﾟﾛｾｽ、化学表面改質、ﾅﾉｻｲｽﾞ金属粒子、接合概念
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図２ 加水分解とｲｵﾝ交換

図１ 銅ﾒｯｷﾌﾟﾛｾｽ


